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第1章 无铅制程简介

 



什么是无铅制程什么是无铅制程
？？

无铅制程是一种新型的电无铅制程是一种新型的电
子制造工艺，旨在替代传子制造工艺，旨在替代传
统的铅基焊接工艺。具有统的铅基焊接工艺。具有
环保、高可靠性等优点，环保、高可靠性等优点，
对环境友好，有助于提高对环境友好，有助于提高
产品质量和可靠性。产品质量和可靠性。

 



无铅制程的发展历程

开创性阶段

起源于20世纪
90年代初

技术发展

逐步成熟

产业应用

广泛应用于电
子产品制造中

 

 



提提高高产产品品可可靠靠性性和和
稳定性稳定性
无铅焊接具有较高的焊点强度无铅焊接具有较高的焊点强度

减少焊接故障率减少焊接故障率

符符合合国国际际环环保保法法规规的的
要求要求
符合符合RoHSRoHS指令要求指令要求

有利于产品出口有利于产品出口

  

  

无铅制程的优势

良好的环保性能良好的环保性能

无铅制程符合环保要求无铅制程符合环保要求

减少铅对环境的污染减少铅对环境的污染



如手机、通信设备

电子通讯01

03

如医用电子设备

医疗器械

02

如车载电子系统

汽车电子



无铅制程的未来发展

材料、工艺

技术不断创新

新兴产业应用

应用领域继续
扩大

产业规范

环保要求越来
越严格

 

 



●● 0202

第2章 无铅制程的工艺流程

 



工艺流程概述工艺流程概述

无铅制程是指在电子元器无铅制程是指在电子元器
件的制造过程中不使用含件的制造过程中不使用含
铅材料的一种工艺流程。铅材料的一种工艺流程。
该流程包括该流程包括PCBPCB制造、元制造、元
器件安装、焊接等环节。器件安装、焊接等环节。
在每个环节中，都经过严在每个环节中，都经过严
格的质量控制和检测，以格的质量控制和检测，以
确保最终产品的质量和稳确保最终产品的质量和稳
定性。定性。

 



PCB制造环节详解

包括原理图设计、

布局设计等

印刷电路板设
计

按照设计要求进行

电路图的绘制

电路图绘制

将设计好的电路图

转换成实际印刷电

路板

打版

在铜箔上进行化学

处理，形成电路图

案

化学镀铜



要求安装精准，位置准确

精准要求01

03

安装工艺要符合相关的标准要求

工艺要求

02

安装后要求元器件稳固不易脱落

稳定性要求



牢固连接牢固连接

焊接要求连接牢固，不易松动焊接要求连接牢固，不易松动

无虚焊无虚焊

焊接部位不得有虚焊，确保连焊接部位不得有虚焊，确保连

接质量接质量

无错位无错位

焊接位置不得错位，保证元器焊接位置不得错位，保证元器

件连接正确件连接正确

焊接环节详解

焊接头均匀焊接头均匀

要求焊接头不得过大过小，均要求焊接头不得过大过小，均

匀受热匀受热



总结

无铅制程的工艺流程是一个复杂而严谨的过程，各个环节的

严格控制和质量检测是保证产品质量和可靠性的关键。只有

在每个环节都严格执行相关要求，才能生产出符合标准的无

铅制程产品。
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第3章 无铅制程的质量控制

 



质量控制概述质量控制概述

无铅制程的质量控制是确无铅制程的质量控制是确
保产品质量稳定性的关键。保产品质量稳定性的关键。
主要包括工艺控制、检测、主要包括工艺控制、检测、
纠正措施等。在制程中，纠正措施等。在制程中，
保证每一步都按照标准要保证每一步都按照标准要
求操作，是质量控制的首求操作，是质量控制的首
要任务。要任务。
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